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摘  要 

本論文是以光學掃瞄系統為基礎，針對矽晶片內部的結構成像

設計出有效方便的架構。就設計考量上了除了要求解析度能提升外，

在進行晶片反面掃瞄時，更需克服高折射係數矽基板的存在對成像品

質的影響。文中吾人會先利用光學模擬軟體，輔助設計光路系統，並

分析各個元件對掃瞄與傳統顯微鏡成像的影響。最後再由實驗的結果

與模擬數據相輔驗證，並引入數位影像處理方式進一步提升影像品

質。在實驗過程裡，系統對於不同晶片的薄厚與材料會有不同的解析

度及對比，目前已能得到 5µm 清晰的結構，其解析度約略小於 1µm。 

本論文的目的在於透過掃瞄系統，冀求利用矽的能階吸收探測

製程缺陷。而最後實驗的結果我們能清楚地比較，通以電流升溫前後

影像有明顯的不同，這樣的結果也更進一步驗證熱影像檢測應用在半

導體檢測的可行性。  
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